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【手続補正書】
【提出日】平成29年1月6日(2017.1.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プリント回路基板と、
　該プリント回路基板の正面に取り付けられるレーザダイオードパッケージと、
　前記プリント回路基板の背面に取り付けられるレーザダイオードドライバと、
　該レーザダイオードドライバに結合させられるヒートシンクであって、前記レーザダイ
オードドライバからの熱を伝導する第１の熱経路をもたらすように構成されるヒートシン
クと、
　前記レーザダイオードパッケージに並びに前記ヒートシンクに結合させられるカプラで
あって、前記プリント回路基板の側面の周りで前記レーザダイオードパッケージからの熱
を前記ヒートシンクに伝導する第２の異なる熱経路をもたらすように構成されるカプラと
を含む、
　光学アセンブリ。
【請求項２】
　前記カプラは、前記カプラと前記ヒートシンクとの間に位置付けられる熱インターフェ
ース材料を介して前記ヒートシンクに結合される、請求項１に記載の光学アセンブリ。
【請求項３】
　前記カプラは、第１の部分と、第２の部分と、第３の部分とを有し、前記第２の部分は
、前記第１の部分よりも厚く、前記第３の部分は、前記第２の部分よりも厚い、請求項１
に記載の光学アセンブリ。
【請求項４】
　前記プリント回路基板に面する前記第１の部分の側が、前記プリント回路基板から離間
し、前記レーザダイオードパッケージと接触する、請求項３に記載の光学アセンブリ。
【請求項５】
　前記プリント回路基板に面する前記第２の部分の側が、前記プリント回路基板の前記正
面と直接的に接触する、請求項３に記載の光学アセンブリ。
【請求項６】
　前記第３の部分は、前記プリント回路基板の前記正面の周りに延在し、前記ヒートシン



(2) JP 2016-507160 A5 2017.2.16

クとインターフェース接続する、請求項３に記載の光学アセンブリ。
【請求項７】
　光学アセンブリを製造する方法であって、
　レーザダイオードドライバをプリント回路基板の背面に取り付けることを含み、
　レーザダイオードパッケージを前記レーザダイオードドライバと正反対に前記プリント
回路基板の背面に取り付けることを含み、前記レーザダイオードパッケージは、前記レー
ザダイオードドライバから横方向に偏った場所において前記プリント回路基板と接触する
カプラを介して、前記プリント回路基板に結合させられ、前記レーザダイオードパッケー
ジ及び前記カプラは、前記レーザダイオードドライバと正反対の場所で前記プリント回路
基板から離間し、
　ヒートシンクを前記レーザダイオードドライバに取り付けることを含み、
　前記カプラから前記ヒートシンクへの熱経路が前記プリント回路基板の側面の周りに延
在するように、前記ヒートシンクを前記カプラに結合させることを含む、
　方法。
【請求項８】
　複数のレーザダイオードドライバ及び複数のレーザダイオードパッケージを前記プリン
ト回路基板に取り付けることを更に含み、各レーザダイオードパッケージは、前記ヒート
シンクへの熱経路をもたらす対応するカプラを有する、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ヒートシンクを前記カプラに結合させることは、前記ヒートシンクと前記カプラと
の間に熱伝導性インターフェース材料を配置することを更に含む、請求項７に記載の方法
。
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